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BESCHREIBUNG 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 
GEBIET DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung betrif ft ein Verfahren zur 
Fertigung eines Transferblatts zur Herstellung einer 
gedruckten Leiterplatte durch SpritzgieBen und eine 
Konstruktion des Transferblatts. 
STAND DER TECHNIK 

Onter den Verfahren zum Erhalten einer spritzge- 
gossenen gedruckten Leiterplatte mittels einer Transfer- 
Methode gibt es ein Verfahren, das ein Transferblatt 
verwendet, welches laminierte Schaltungseihheiten umfaBt, die 
durch Schichtdrucken unter Verwendung von elektrisch 
leitenden und isolierenden Pasten [ JA-A-63-219189] und ein 
Verfahren, welches ein Transferblatt verwendet, bei welchem 
eine ablosende Schicht, die ein Material, welches mit einem 
Losungsmittel fur eine elektrisch leitfahige Druckfarbe 
korrodiert ist, umfaBt, eine Schutzschicht und eine gedruckte 
Schaltung, die eine elektrisch leitfahige Druckfarbe umfaBt, 
vorgesehen ist [ JP-A-63-257293] „ Ferner gibt es als 
Verfahren, welches eine Auf dampfmethode verwendet, eine 
Methode, bei der ein metallisches Leitungsmuster der gedruckten 
Platine erhalten wird, indem ein metal lischer Film auf einen 
elektrisch leitfahigen Primarfilm durch Beschichten 
aufgebracht wird, wobei ein Leitungsmuster mit einem maskierenden 
Material gebildet wird, dann weiter eine metallische Schicht 
darauf abgelagert wird, urn ein metallisches Leitungsmuster zu 
erhalten, und dieses geatzt wird [ JP-A-63-274194] . 

Jedoch bei diesen Transf erblattern gibt es 
verschiedene Probleme, da die elektrisch leitfahige Paste 
oder der metallische Leiter, die durch Aufdampfen erhalten 
wurden, als Schaltungsleiter verwendet werden. Wenn eine 
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elektrisch leitfahige Paste verwendet wird, kann die 
Schaltung bequem durch Drucken und Trocknen gefertigt werden, 
aber ihr Leiterwiderstand ist hoher als der von roetallischem 
Kupfer und der resultierenden Schaltung mangelt es an 
Zuverlassigkeit. Wenn ferner die Kupf erschaltung durch 
Aufdampfen erhalten wird, gibt es keine Probleme hinsichtlich 
des Leiterwiderstands, aber es ist schwierig, die fur eine 
gedruckte Leiterplatte erforderliche Dicke zu erhalten. 
Ferner ist die resultierende Metalloberf lache flach und es 
kann keine haf terzeugende Wirkung bei dem Anhaften eines 
Substrats an diese erreicht werden und die Haftf ahigkeit an 
das Substrat ist gering. Ein weiteres Problem sind die sehr 
hohen Kosten. Andererseits besitzt die gewohnlich fur 
gedruckte Leiterplatten verwendete Kupferfolie eine hohe 
elektrische Zuverlassigkeit als Schaltung und auBerdem ist 
sie an der Oberf lache aufgerauht und laBt somit eine 
ausreichende Haftf ahigkeit erwarten. Um jedoch ein Transfer- 
blatt unter Verwendung dieser Kupferfolie herzustellen, ist 
es erforderliche einen Tragerfilm und eine Kupferfolie mit 
einem geeigneten Haftmittel aneinander zu laminieren, um ein 
laminiertes Blatt zu bilden. 

Das obige Haftmittel muB ein Haf tvermogen, das hoch 
genug ist, um Beschadigungen wie Verschieben oder Ablosen der 
Schaltung zu verhindern, was bei der Produktion des 
Schaltungsleiterbilds oder bei dem SpritzgieBen auftreten 
kann f und ein Ablosungsvermogen fur die leichte Ablosung des 
Trager films nach dem SpritzgieBen aufweisen, was der Natur 
nach gegensatzlich zueinander ist. 

Es ist sehr schwierig, daB iibliche Haftmittel beide 
Eigenschaften aufweisen. Eine zuf riedenstellende Losung in 
dieser Hinsicht wurde bisher noch nicht gefunden. 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung wurde als Ergebnis einer 
intensiven Forschung zustande gebracht, die von den Erfindern 
in der Bemuhung durchgeflihrt wurde f die obigen Probleme zu 
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losen und ein Transf erblatt von hoher Zuverlassigkeit zu 
erhalten. 

Es wurde namlich gefunden, dafl ein Transf erblatt , 
welches frei 1st von Beschadigungen der Schaltung, die bei 
dem Sprit zgieBen auftreten konnen, und eine hervorragende 
Ablosbarkeit des Tragerfilms aufweist, erhalten werden kann, 
wenn die Haf tf estigkeit beim Ablosen des laminierten 
Tragerfilms und der Kupferfolie durch Ziehen der Enden in der 
Richtung von 180" gegeneinander (im folgenden als "Ablose- 
f estigkeit vom T-Typ" bezeichnet), die in ubereinstimraung mit 
JIS K6854 gemessen wird, auf 0,025-0,25 kg/25 mm eingestellt 
wird. 

Ein Transf erblatt gemaB der vorliegenden Erf indung 
wird im Anspruch 1 definiert. Ein Verfahren zur Fertigung 
eines solchen Transf erblatts wird im Anspruch 3 definiert. 

DETAILLIERTE BESCHRE IBUNG DER BEVORZUGTEN AUS B I LDUNGSFORM 

Die Einstellung der Ablosef estigkeit des kontakt- 
gebundenen Tragerfilms mit der Kupferfolie auf den obigen 
Bereich kann erreicht werden, indem eine spezielle 
Ablosjingsschicht zwischen dem Tragerfilm und der Kupferfolie 
bereitgestellt wird. Urn die Ablosef estigkeit vom T-Typ unter 
Verwendung der Ablosungsschicht auf den obigen Bereich 
einzustellen, muB die Adhasion und die Ablosbarkeit 
ausbalanciert werden. 

Wenn die Substratharze solche mit einer niedrigen 
Verformungstemperatur sind, wie die ABS-Harze, konnen 
hauptsachlich aus Polyvinylformalhairz bestehende Haftmittel 
rait einer relativ hohen Hitzebestandigkeit als Ablosungs- 
schicht verwendet werden. Mit einem solchen Haftmittel allein 
ist es jedoch schwierig, eine Ablosbarkeit des Substrats oder 
der Kupferfolie nach der Verf ormung zu erreichen, und ein die 
Ablosbarkeit vermittelndes Mittel wie Silicon muB in 
Kombination verwendet werden. 

Wenn die Substratharze solche sind, die bei einer 
Temperatur oberhalb von 300 # C geformt werden, wie 
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Polycarbonatharze (PC) oder Polyetherimide (PEI), 
Polyethersulfone (PES) und Polyphenylensulf ide (PPS), die 
" super" technische Kunststoffe genannt werden, verursacht die 
Verwendung von Polyvinyl formalharz und Silicon in Kombination 
Beschadigungen der Schaltung wegen des Erweichens und 
FlieBens der Ablosungsschicht. Wenn daher die obigen Harze 
als Substratharze verwendet werden, wird eine Mischung aus 
einem Epoxyharz, einem Hartungsmittel und einem Haftmitt el 
als Ablosungsschicht verwendet. 

Die Polyvinylformalharze, welche als Ablosungs- 
schicht fiir Harze mit niedriger Verf ormungstemperatur, wie 
ABS-Harze, verwendet werden, umfassen solche mit einem 
durchschnittlichen Polymerisationsgrad von etwa 200 oder 
mehr, bevorzugt von etwa 400-450, und diese werden in einer 
Menge von etwa 5-20 (Gew./Gew.)% in einem Losungsmittel wie 
Chloroform gelost und damit wird beschichtet. Wenn der 
mittlere Polymerisationsgrad kleiner ist als 200, wird die 
Hitzebestandigkeit verringert und die Ablosungsschicht kann 
beim Spritzgieflen erweichen und die Schaltung beschadigen. Um 
die Hitzebestandigkeit von Polyvinyl formalharz zu verbessern, 
kann Isocyanatharz, Melaminharz, Phenolharz usw, zugesetzt 
werden . 

Die Beschichtungsmenge der Ablosungsschicht (der 
Feststof f gehalt ohne das Losungsmittel, welcher auf die 
Beschichtungsmengen, auf die nachstehend Bezug genoramen wird, 
appliziert wird) betragt gewohnlich 1-30 g/m 2 > bevorzugt 5- 
15 g/m 2 . Wenn die Beschichtungsmenge geringer ist als 1 g/m 2 , 
kann das Laminieren des Tragerfilms und der Kupferfolie nicht 
zuf riedenstellend durchgefiihrt werden und es konnen Probleme 
wie die Bildung von Blaschen auftreten. 

Als die Ablosbarkeit vermittelnde Mittel kSnnen 
verschiedene Silicon-Ablosungsmittel und/oder Acryloligomere 
verwendet werden. 

Die Silicon-Ablosungsmittel umfassen Dimethylsili- 
conSl, und mit a-Methylstyrol, a-Olefinen, Polyethern, mit 
Epoxy oder Carboxy modifizierte Siliconole, die allgemein als 
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Ablosungsmittel verwendet werden. Beziiglich der Menge des 
Silicon-Ablosungsmittel wird mit einer Losung des Ablosungs- 
mittels in einer Konzentration von 0,01-0,5% (Gew./Gew.)/ 
bevorzugt 0, 05-0,2% (Gew./Gew.) in einem Losungsmittel wie 
Toluol, Chloroform oder MEK ein Polyvinyl formalharz oder eine 
Kupferfolie in einer Menge von 5-15 g/m 2 beschichtet. Alter- 
nativ kann das Ablosungsmittel vorher mit einem Polyvinyl- 
formalharz gemischt werden. 

Was die Acryloligomeren betrifft, so konnen 
zweckmaBig Butylacrylat-Oligomere mit einem Molekulargewicht 
von 3.000-10.000 verwendet werden. Als Losungsmittel konnen 
z.B. Toluol, Chloroform oder MEK verwendet werden. Mit einer 
Losung des Oligomeren in einer Konzentration von 0,0001-0,01% 
(Gew./ Gew. ) kann mit einer Menge von 5-15 g/m 2 wie im Falle 
von Silicon beschichtet werden. 

Falls ein Substratharz verwendet wird, das bei einer 
hohen Temper at ur geformt werden muB, wird eine Mischung aus 
einem Epoxyharz, einem Hartungsmittel uhd einem Haftmittel 
als Ablosungsschicht verwendet. Das Epoxyharz umfafit z.B. 
Epoxyharze vom Bisphenol-Typ, Epoxyharze vom Novolak-Typ und 
alicyklische Epoxyharze, besonders bevorzugt sind Epoxyharze 
vom Bisphenol-Typ. 

Die Hartungsmittel fur Epoxyharze konnen aus 
aliphatischen Aminen, wie Ethylendiamin, Diethyl entriamin, 
Triethylentetramin und Hexamethylendiamin, aus Imidazolen wie 
2-Methylimidazol , 2-Ethylimidazol und 2-Ethyl-4-methylimida- 
zol und aus aromatischen Aminen wie m-Phenylendiamin, 
Diaminodiphenylmethan und Diaminodiphenylsulfon bestehen. Vom 
Standpunkt der Hartbarkeit aus werden aliphatische Amine und 
Imidazole bevorzugt. 

Als Haftmittel konnen thermoplastische Harze wie 
thermoplastische Polyesterharze , Polyvinylf ormalharze , 
Polyvinylbutyralharze und EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copoly- 
mere) verwendet werden. Besonders bevorzugt sind die 
Polyvinylf ormalharze, welche die gleichen sind wie 
diejenigen, auf die oben hingewiesen wurde. Bei der Anwendung 
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werden 100 Gewichtsteile des Epoxyharzes, eine ubliche Menge 
des Hartungsmittels und 1-10 Gewichtsteile, bevorzugt 2-5 
Gewichtsteile des therraoplastischen Harzes geraischt und rait 
der erhaltenen Mischung wird in einer Menge von 1-30 g/m 2 , 
bevorzugt von 5-15 g/m 2 , beschichtet. 

Das heiBt, im Falle einer "Epoxy-Ablosungsschicht" 
kann die gewiinschte Ablosefestigkeit vora T-Typ, die eine 
ausbalancierte Kraft zwischen der Haftf estigkeit und der 
Ablosbarkeit ist, durch Zugabe einer kleinen Menge eines 
Haftmittels zu einem Epoxyharz und durch Einstellung des 
Hartungsgrades des Epoxyharzes und der zugegebenen Menge des 
Haftmittels erhalten werden. 

Das Transferblatt zur Herstellung einer gedruckten 
Leiterplatte durch Sprit zguB und das Verfahren zu seiner 
Herstellung gemaB der vorliegenden Erfindung wird nachstehend 
erklart werden. 

Zuerst wird eine Kupf erfolie mit einer Heifidruck- 
walze auf einen Tragerfilm, auf dem eine Ablosungs-schicht 
durch Trocknen oder durch Hart en und Trocknen der oben 
erwahnten Materialien gebildet wurde, laminiert. So wird eine 
Ablosungsschicht gebildet, welche so eingestellt wird, um 
eine Ablosefestigkeit vom T-Typ von 0,025-0,25 kg/ 25 mm, 
bevorzugt von 0,04-0,10 kg/25 mm, zu liefern. Die 
metallischen Leiter umfassen eine Elektrolytkupf er-Folie fur 
die gedruckte Leiterplatte, eine gewalzte Kupf erfolie, eine 
Alurainiurafolie als Schutzbedeckung und andere metallische 
Folien und sie konnen entsprechend den Objekten wahlweise 
ausgesucht werden. Bevorzugt wird eine Elektrolytkupf er-Folie 
mit einer aufgerauhten Oberflache. Beispiele fur den 
Tragerfilm sind ein Polyesterf ilm (PET) und ein Polyimidfilm 
(PI). Wenn die Elektrolytkupf er-Folie verwendet wird, sollte 
die aufgerauhte Oberflache die Front flache sein. Dann wird 
die Kupferfolie des resultierenden Blatts mit einem Atzresist 
mittels einer Druckmethode , einer photographischen Methode 
usw. versehen und die Schaltung wird mit einem konventio- 
nellen substrativen Verfahren gebildet. 



Das so erhaltene Transf erblatt besitzt eine 
Ablosungsschicht mit einer hohen Hitzebestandigkeit , es kann 
die Schaltung beibehalten, auch wenn das Harz beim 
Sprit zgieBen flieBt, es ist hervorragend hinsichtlich der 
Ablosbarkeit des Tragerfilms beim Ablosen und zeigt eine 
stabile Transf erverf ormbarkeit . 

Dann wird nachstehend das Verf ahren zur Fertigung 
einer gedruckten Leiterplatte unter Verwendung des 
Transf erblatts gemaB der vorliegenden Erfindung erlautert* 

Das obige Transf erblatt, auf dem eine Kupferfolien- 
schaltung gebildet wurde, wird mit einem Haftmittel 
beschichtet und getrocknet, um eine Haftschicht zu bilden. 
Das Haftmittel kann in geeigneter Weise abhangig von der Art 
der verwendeten Substratharze ausgewahlt werden. 

Das Transf erblatt wird in das Nest einer SpritzguB- 
forra gelegt, welche eine stationare Auf spannf lache und eine 
bewegliche Auf spannf lache umfafit, so daB sich der Tragerfilm 
an der vorderen Oberf lachenseite des geformten Produkts 
befindet, und die Form wird eingespannt. Dann wird das 
Substratharz in das Nest eingespritzt und gleichzeitig mit 
der Bildung eines geformten Produkts wird die Schaltung des 
Transferblatts auf die Oberf lache des geformten Produkts 
iiberfuhrt. Nach dem Abkiihlen wird das geformte Produkt aus 
der Form herausgenommen und der Tragerfilm und die 
Ablosungsschicht des Transferblatts werden von dem geformten 
Produkt abgelost, um ein spritzgegossenes Produkt mit einem 
Schaltungsleiter zu erhalten. 

Als Substratharze konnen Allzweckharze verwendet 
werden, die allgemein fiir elektrische Isolierung verwendet 
werden, wie ABS-Harz, Polycarbonat (PC) und Polybutyltere- 
phthalat (PBT) und " super" technische Kunststoffe, wie 
Polyethersulfon (PES) und Polyetherimid (PEI), fiir 
Anwendungen, welche eine Hitzebestandigkeit verlangen. 

Fur einige Verwendungszwecke konnen Ftillstoffe wie 
Glasfiber in das Substratharz eingearbeitet werden. 
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Es wird angenommen, daB die Beschadigung der 
Schaltung durch das schlechte grenzf lachige Haftvermogen 
zwischen der Ablosungsschicht und der Kupferfolie und durch 
die geringe Hitzebestandigkeit der Ablosungsschicht 
verursacht wird. Der EinfluB der Hitzebestandigkeit der 
Ablosungsschicht besteht darin, daB die Ablosungsschicht des 
Transferblatts, das in eine Form gelegt wird, durch die Form 
oder das eingespritzte Harz erhitzt wird, schmilzt und 
erweicht wird und dem FlieBdruck des eingespritzten Harzes 
nicht widerstehen kann, wodurch eine Verschiebung oder ein 
Brechen der Schaltung hervorgeruf en wird. 

Bezuglich der Ablosbarkeit nach dem Sprit zgieBen 
tritt ferner, wenn das grenzf lachige Haftvermogen zu groB 
ist, ein Brechen des Films oder ein Festhalten der 
Ablosungsschicht auf (Festhalten der Ablosungsschicht an der 
Seite des geformten Produkts), wodurch Produktf ehler 
verursacht werden. 

Diese Probleme wurden durch Verbesserung der 
Hitzebestandigkeit und der Einstellung des Haf tvermogens auf 
den geeigneten Wert gemaB der vorliegenden Erfindung gelost. 

Die vorliegende Erfindung wird durch die 
nachstehenden Beispiele erlautert. 

Beispiel 1 

Auf einen PET-Film von 50 fim Dicke als Tragerfilm 
wurde eine Chlorof ormlosung, welche 10 Gew.% DENKAFORMAL #20 
(ein im Handel erhaltliches Polyvinylformalharz, hergestellt 
von Denki Kagaku Kogyo Co.) in einer Menge von 10 fxg/m 2 
(Feststof fgehalt) aufgetragen. Ferner wurde, urn eine 
Ablosbarkeit von der Kupferfolie zu erreichen, epoxymodifi- 
ziertes Silicon KF-103 (hergestellt von Shinsetsu Chemical 
Co., Ltd.) auf eine Elektrolytkupf er-Folie von 35 jim Dicke in 
einer Menge von 10 g/m 2 aufgetragen, wobei die Silicon- 
konzentration 0,1% betrug. 

Nach dem Trocknen wurde der Tragerfilm und die 
Kupferfolie durch Erhitzen auf 160 Q C mit einer HeiBdruckwalze 



laminiert. Die Geschwindigkeit der Druckwalze betrug 1 m/Min. 
und der Druck war 1 kg/cm^ . 

Dann wurde das Leiterbild mit einem Atzresist 
mittels Siebdruck gebildet und anschliefiend einer Atzung 
mittels einer Eisen-(III)-chloridl6sung unterworfen, um ein 
Transferblatt mit einer Kupf erf olienschaltung zu erhalten. 
Dieses Transferblatt wurde in eine SpritzguBf orm gegeben und 
ein geformtes Produkt mit einer Schaltung an der Oberflache 
wurde unter Verwendung eines ABS-Harzes als Substratharz 
mittels konventioneller Methoden erhalten. 

Beispiel 2 

Ein Transferblatt und ein geformtes Produkt wurden 
in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 erhalten , mit der 
Ausnahme, daB eine Chloroformlosung verwendet wurde, welche 
0,001 Gew.% MACROMONOMER CB-6 (hergestellt von Toagosei 
Chemical Industry Co., Ltd.) als ein Acryloligomer statt des 
epoxymodifizierten Silicons KF-103 als die Ablosbarkeit 
vermittelndes Mittel enthielt. 

Vergleichsbeispiel 1 

Ein Transferblatt und ein geformtes Produkt wurden 
in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 erhalten, mit der 
Ausnahme, daB die Konzentration des Silicons KF-103 0,005% 
betrug ♦ 

Vergleichsbeispiel 2 

Ein Transferblatt und ein geformtes Produkt wurden 
in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 erhalten, mit der 
Ausnahme, daB die Konzentration des Silicons KF-103 0,8% 
betrug. 

Die Transf erblatter und die geformten Produkte, die 
in den obigen Beispielen 1 und 2 und in den Vergleichsbei- 
spielen 1 und 2 erhalten wurden, wurden untersucht und die 
Ergebnisse werden in der Tabelle 1 gezeigt. 
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Das heiBt, die Ergebnisse der Untersuchung der 
Ablosefestigkeit vom T-Typ zwischen dem Tragerf ilm und der 
Kupferfolie, die Beschadigung der Schaltung und die 
Ablosbarkeit werden in der Tabelle 1 gezeigt. 

Die Ablosefestigkeit vom T-Typ wurde gemaB JIS K-6854 
unter Verwendung eines Zugfestigkeits-Testgerats (AUTOGRAPH, 
hergestellt von Shimadzu Seisakusho Ltd. ) gemessen. 

Die Beschadigung der Schaltung wurde durch visuelle 
Untersuchung des Verschiebens oder Brechens der Schaltung, 
die auf das geformte Produkt ubertragen wurde, beurteilt. 

Die Ablosbarkeit wurde hinsichtlich des Auf tretens 
eines Bruchs des Tragerf ilms oder hinsichtlich des 
Festhaltens der Ablosungsschicht (an dem geformten Produkt) 
untersucht, wenn der Tragerf ilm von dem geformten Produkt, 
welches durch SpritzgieBen erhalten wurde, abgelost wurde. 



Tabelle 1 



Ablosefestigkeit 


Beschadigung Ablosbarkeit 


vom T-Typ 


der Schaltung 


kg/25 mm 





Beispiel 1 


0,075 


0 


0 


Beispiel 2 


0,063 


0 


0 


Vergleichs- 
beispiel 1 


0,300 


0 


X 


Vergleichs- 
beispiel 2 


0,020 


X 


o 



Bemerkung: "0" in der obigen Tabelle 1 bedeutet, daB keine 

praktischen Probleme hinsichtlich der Beschadigung 
und der Ablosbarkeit bestehen. 

«x !l bedeutet, daB es praktische Probleme gibt und 
das Produkt nicht verwendet werden kann 
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Beispiel 3 

Ein Transf erblatt wurde in der gleichen Weise wie im 
Beispiel 1 hergestellt, mit der Ausnahme, daB ARALDITE CY-232 
(hergestellt von der Ciba Ceigy Co.) als Epoxyharz, ein 
Hartungsmittel vom Typ eines aliphatischen Amins HY-956 
(hergestellt von der Ciba Ceigy Co.) und DENKAFORMAL #20 als 
Haftmittel in einem Gewichtsverhaltnis von 100:30:3 statt der 
Materialien, die im Beispiel 1 als Ablosungsmittel benutzt 
wurden, verwendet wurden; die Beschichtungsmenge (Feststoff- 
gehalt) betrug 10 g/m 2 ; Harten und Trocknen wurde bei 160 *C 
iiber 1 Minute durchgef iihrt; und die Bedingungen des Thermo- 
laminierens waren Temperatur: 200 *C, Walzengeschwindigkeit: 
1 m/Min. und Walzendruck: 1 kg/m 2 . 

Das Transferblatt wurde dem SpritzgieBen mit 
konventionellen Methoden unter Verwendung von Polycarbonat 
(PC) statt ABS, das im Beispiel 1 verwendet wurde, 
unterworfen und ein geformtes Produkt erhalten, das eine 
Schaltung aufwies. 

Beispiele 4, 5 und 6 

Ein Transferblatt und ein geformtes Produkt wurden 
in der gleichen Weise wie im Beispiel 3 erhalten, mit der 
Ausnahme, daB das thermoplastische Polyesterharz VYLON-200 
(hergestellt von der Toyobo Co., Ltd.) als Haftmittel 
verwendet wurde. Getrennt voneinander wurden geformte 
Produkte in der gleichen Weise, wie oben angegeben, erhalten, 
mit der Ausnahme, dafl PES und PEI als Substratharze verwendet 
wurden (Beispiele 5 und 6). Die Ergebnisse der Untersuchung 
dieser Transf erblatter und der geformten Produkte werden in 
der Tabelle 2 gezeigt. 

Vergleichsbeispiel 3 

Ein Transferblatt und ein geformtes Produkt wurden 
in der gleichen Weise wie im Beispiel 3 erhalten, mit der 
Ausnahme, daB das Gewichtsverhaltnis der Materialien fur die 
Ablosungsschicht 100:30:15 betrug. 
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Vergleichsbeispiel 4 

Ein Transferblatt und ein geformtes Produkt wurden 
in der gleichen Weise wie im Beispiel 3 erhalten, mit der 
Ausnahme, daB das Gewichtsverhaltnis der Materialien fiir die 
Ablosungsschicht 100:30:0 betrug und die Hartungs- und 
Trocknungsbedingungen 160 °C und 5 Minuten waren. Diese wurden 
in der gleichen Weise, wie oben angegeben, untersucht, und 
die Ergebnisse werden in der Tabelle 2 gezeigt, in Uberein- 
stiirunung mit den gleichen Kriterien wie in der Tabelle 1. 

Tabelle 2 



Sub- Ablosefestig- Beschadigung Ablosbar- 
strat keit vora T-Typ der Schaltung keit 
kg/25 mm 



Beispiel 3 


PC 


0,075 


0 


0 


Beispiel 4 


PC 


0,100 


0 


0 


Beispiel 5 


PES 


0,100 


0 


0 


Beispiel 6 


PEI 


0,100 


0 


0 


Vergleichs- 
beispiel 3 


PC 


0,275 


X 


X 


Vergleichs- 
beispiel 4 


PC 


0,013 


X 


0 



Die Ergebnisse der Untersuchung der Beschadigung der 
Schaltung und der Ablosbarkeit im Vergleichsbeispiel 3 sind 
in der Tabelle 2 beide mit "x" angegeben. Dies kommt daher, 
da das Verhaltnis des thermoplastischen Harzes zu dem Epoxy- 
harz hoch war und daher das Haftvermogen vergroBert war, was 
eine Verschlechterung der Ablosbarkeit verursachte und ferner 
die verringerte Hitzebestandigkeit leicht eine Beschadigung 
der Schaltung verursachte. 

Wie oben erklart wurde, besitzt das gemaBe der 
vorliegenden Erfindung erhaltene geformte Produkt eine groBe 
Zuverlassigkeit der Schaltung und es kann fiir Gehause oder 
Verbindungselemente verschiedener elektronischer Gerate 
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verwendet werden. Gemafl dem Verfahren der vorliegenden 
Erfindung konnen Leitungsschaltungen, in denen eine 
Kupferfolie mit hoher elektrischer Zuverlassigkeit in einem 
geformten Produkt verwendet werden kann, leicht gefertigt 
werden, dadurch konnen solche Auswirkungen, wie eine 
deutliche Verringerung der Verwendung von starren oder 
biegsamen gedruckten Leiterplatten, wie sie gegenwartig 
verwendet werden, eine Vereinf achung bei dem Montieren der 
Teile und eine Raumersparnis erwartet werden, und die 
vorliegende Erfindung liefert einen bedeutenden Beitrag fur 
die Miniaturisierung und Gewichtsersparnis von elektronischen 
Geraten und fur die Verringerung der Kosten.. 
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EP 90 111 877.8 51 849 so 



PATENTANSPRUCHE 



1. Ein Transferblatt zur Herstellung einer gedruckten 
Leiterplatte durch SpritzgieBen, welches einen Tragerfilm, 
eine Kupf erfolienschaltung und eine Ablosungsschicht, welche 
zwischen dem Tragerfilm und der Kupf erfolienschaltung 
vorgesehen ist, umfaBt, wobei die Ablosungsschicht eine 
Koinbination eines Polyvinylf ormalharzes und eines die 
Ablosbarkeit vermittelnden Mittels oder eine Kombination aus 
einem Epoxyharz, einem Hartungsmittel fiir das Epoxyharz und 
ein Haftmittel, umfaBt. 

2. Ein Transferblatt gemaB dem Anspruch 1, worin die 
Ablosungsschicht so gebildet wird, daB die Ablosungsf estig- 
keit vom T-Typ zwischen dem Tragerfilm und der Kupf erfolien- 
schaltung 0,025-0,25 kg/25 mm betragt. 

3. Ein Verfahren zur Fertigung eines Transf erblatts 
gemaB Anspruch 1 fiir die Herstellung eines spritzgegossenen 
Produkts, welches das Auftragen der Ablosungsschicht auf den 
Tragerfilm, die anschlieBende Kontaktbindung der Kupf erf olie 
auf die Ablosungsschicht unter Erhitzen, den Leitungsmusterdruck 
eines Atzresists auf die Kupferfolie des erhaltenen 
Laminatfilms und deren Atzung umfaBt, urn eine 

Kupf erfolienschaltung zu bilden. 



I* 



